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Die mangelnde Verfligharkeit
elektronischer aber auch mecha-
nischer Komponenten durch Abkin-
digungen und Produktionsstopp sei-
tens der Hersteller ist fir Produ-
zenten medizintechnischer Gerate
eine enorme Herausforderung.
Durch die aktuell steigende Anzahl
von Zusammenschlliissen grofer
Halbleiterhersteller werden immer
mehr unrentable oder redundante
Produktlinien kurzfristig eingestellt,
was die Problematik der Abkiin-
digungen noch weiter verscharft.
Eine Vielzahl oftmals sicherheits-
relevanter oder fir den Hersteller
essentielle Produkte konnen dann
maoglicherweise nicht mehr gefer-
tigt oder repariert werden, da die
notwendigen Bauteile oder Kompo-
nenten nicht mehr verflgbar bzw.
obsolet sind.

Komponenten ausreichend
bevorraten

Die haufig langen Entwicklungs-
zeiten und extrem langwierigen und
kostenintensiven Zulassungsver-
fahren im Medizinbereich haben
zur Folge, dass die verbauten ein-
zelnen Elektronikkomponenten
manchmal bereits zur Marktein-
fihrung der Gerate ,veraltet bzw.
nicht mehr beschaffbar sind und
durch andere, ,neuere* Komponen-
ten ersetzt wurden. Dies bedeutet,
selbst zur Versorgung der Serien-
fertigung sind bei fehlenden Gegen-
maRnahmen die notwendigen und
zugelassenen Komponenten nicht
mehr verfligbar.

Ein Redesign der Elektronikbau-
gruppen kommt in der Regel auf-
grund des damit verbundenen Auf-
wandes und der dann falligen Neu-

zulassung nicht in Frage, weshalb in
einem Last-Time-Buy ausreichend
Bauteile als Ersatz oder gar fir die
restliche Serie eingekauft und dann
geeignet gelagert werden mussen.

Doch die Einlagerung von LTB-
Teilen birgt nicht zu unterschat-
zende Risiken, da nur ein qualifi-
Ziertes, speziell auf die Komponente
zugeschnittenes Lagerungskonzept
die Funktionalitat und Verarbeitbar-
keit nach einer Lagerungszeit von
mehreren Jahren oder Jahrzehnten
sicherstellt.

Risiken bei der
Langzeitlagerung
elektronischer
Komponenten

Zur Beurteilung der Risiken fir die
Langzeitlagerung muss zunachst im
Vorfeld der aktuelle Gesamtzustand
der zu lagernden Komponenten
erfasst werden. Dabei ist zu ermit-
teln, ob die Bauteile mechanisch
und elektrisch einwandfrei sind und
welche Risiken wahrend der Lage-
rung zu erwarten sind, bzw. ob die
Komponenten uberhaupt fir eine
Lagerung geeignet sind.

Verschiedenste Alterungspro-
zesse konnen bereits bei norma-
ler Lagerung aber auch unter Stick-
stoffatmosphére (Stickstoff-Dry-
Pack) innerhalb von zwei Jahren
die Funktionalitét (z. B. durch Daten-
und Kapazittsverluste, Leckstréme)
und Verarbeitbarkeit (z. B. im Lot-
oder Crimp-Prozess) elektronischer
Komponenten mafgeblich beein-
trachtigen.

Wesentliche
Alterungsprozesse sind:

+ Diffusionsprozesse (Anschliisse
und Halbleiterchip)

+ Alterung durch Feuchte und Sauer-
stoff (Korrosion und Oxidation)

+ Alterung durch Schadstoffe

+ Whiskerbildung

* Zinnpest

Extrem wichtig fir eine strategische Planung ist in diesem Zusammenhang auch eine umfangreiche
Stiicklistenanalyse, da in der Regel im Obsoleszenzfall bereits mehrere Bauteile auf einer Baugruppe
ein nicht zu vernachlassigendes Obsoleszenzrisiko haben oder ebenfalls bereits obsolet sind!
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Vielfach ist die Meinung ver-
breitet, eine Lagerung in Stick-
stoff-Atmosphédre stoppe die
Alterungsprozesse. Das ist
falsch!

Durch Stickstoff wird ausschliel-
lich die Oxidation reduziert, die nur
ein sehr kleiner Bestandteil samt-

licher zu ber(cksichtigender Alte-
rungsprozesse darstellt. In den
sogenannten Stickstoff-Drypacks,
die oftmals fir eine Langzeitlage-
rung verwendet werden, findet man
bei einem Standardverpackungs-
prozess zudem immer noch einen
Sauerstoffanteil im Prozentbereich.
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Dementsprechend ist sogar die
Wirkung der verminderten Oxida-
tion fraglich.

Die relevanten Alterungspro-
zesse, wie z. B. die Diffusions- oder
auch Korrosionsprozesse durch
ausgasende Schadstoffe, werden
hierbei in keiner Weise reduziert!

Vergleich der Lagerungsverfahren

Risiken

N2 Dry-Pack

Korrosionsschutz-Folie

HTV-TAB®

Diffusion (Alterung)

Wirkung

unverandert

Bewertung Wirkung

unverandert

unverandert

unverdandert

« Korrosive Gase

« Schwefel-Wasserstoff

Prozesskontrolle nicht

RegelmiaBige nicht

Warenanalyse

Sicherheit

Feuchte reduziert
Sauerstoff reduziert
Schadstoffe:

unverandert

unverandert

« Schwefeldioxid unverandert
« Chlorgase unverandert
« Losemittel unverdndert
- Additive unverandert
« Ammoniak unverandert

Zinnpest nicht
tberwacht

Whisker nicht

tberwacht

tiberwacht

vorhanden

undefiniert

Bewertung

Wirkung Bewertung

drastisch
reduziert &
zyklisch
Uiberwacht

spezifisch
reduziert &
kontrolliert

sauerstoff-
freie & kon-
servierende
Atmosphére

Reaktion mit
Folie; Abbau-
produkte

absorbiert

Reaktion mit
Folie; Abbau-
produkte

+

absorbiert

Reaktion mit
Folie; Abbau-
produkte

+

absorbiert

Reaktion mit
Folie; Abbau-
produkte

unverdandert
unverandert
unverandert

nicht
tberwacht

nicht
tberwacht

nicht
tiberwacht

nicht
vorhanden

undefiniert

absorbiert

absorbiert

absorbiert

© HTV GmbH

absorbiert

+ + + *

erforscht &
tiberwacht

Uberwacht

Uberwacht

vorhanden

Hochsicher-
heitslager

Geeignet fiir:

« Zwischenlagerung

« Transport
« Zwischenlagerung

« Metallische Komponenten

Langzeitlagerung elek-
tronischer und mechani-

scher Komponenten fiir
bis zu 50 Jahre

Tabelle: Vergleich der Lagerverfahren
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Reduzierung der relevanten
Alterungsprozesse durch
das Langzeitkonser-
vierungsverfahren TAB

Zur Lésung der Problematik,
dass Bauteile wahrend der Lage-
rung auf vielfache Weise altern, hat
HTV mit TAB (Thermisch-Absorp-
tive-Begasung) ein Verfahren ent-
wickelt, um die Langzeitverfiigbar-
keit elektronischer Komponenten mit
der erforderlichen Qualitét sicher-
zustellen. Als komplexe Kombina-
tion unterschiedlichster Methoden
vermeidet bzw. verringert dieses
einzigartige Verfahren im Gegen-
satz zur herkdémmlichen Lagerung
in Stickstoff Dry-Packs oder Kor-
rosionsschutz-Folien nahezu alle
relevanten Alterungsfaktoren elek-
tronischer Komponenten.

TAB erméglicht es, elektronische
Komponenten wie z. B. Bauteile,
Baugruppen, Displays sowie Wafer
und DIEs bei vollem Erhalt der Ver-
arbeitbarkeit und Funktionalitét far
bis zu 50 Jahre einzulagern.

Die drastische Reduktion
der Alterung

wird dabei im Wesentlichen durch
drei Faktoren erreicht:

+ Zunachst wird durch gezielte indi-
viduelle Temperaturreduktion die
Schwelle der Aktivierungsener-
gie drastisch erhdht. Chemische
Reaktionen laufen dementspre-
chend gar nicht oder nur sehr
langsam ab. Dadurch werden
viele der inneren (auf dem Halb-
leiterchip) und &ulReren Alterungs-
prozesse nahezu gestoppt, wie es
z. B. am Wachstum der intermetal-
lischen Phase (Diffusion am Bau-
teilanschluss) zwischen dem Kup-
fer aus dem Inneren des Bauteil-
pins in das Zinn der Pinoberflache
deutlich gezeigt werden kann.
Die jahrzehntelange Forschung
und abgestimmte Verfahren
ermoglichen es dabei, kritische
Nebeneffekte, wie z. B. die Zinn-
pest, auszuschliefben. Die Lage-
rung insbesondere bei tiefen Tem-
peraturen erfordert eine genaue
Kenntnis der Umwandlungspro-
zesse, um durch geeignete Ein-
stellung der Lagerungsparameter
und zugehdrige Uberwachungs-
strategien eine Umwandlung zu
verhindern.
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zum Einlagerungszeitpunkt

Neuzustand bei Einlagerung (Beispiel)

Starkes Phasenwachstum.

4 Jahre mit herkémmlicher Stickstofflagerung (Beispiel) "

ntermetallische Phase ca. 4,5 ym

Intermetallische Phase bleibt
beica. 1,3 pym

Nahezu keine Veranderung
nach 4 Jahren.

4 Jahre mit TAB®-Lagerung (Beispiel)

Bei der Lagerung nach TAB ist nahezu kein intermetallisches
Phasenwachstum (Diffusionsprozess) feststellbar

* Der zweite wesentliche Faktor ist
ein von HTV entwickeltes System
aus speziellen Funktionsfolien und

individuell zusammengestellten
komponentenspezifischen Absorp-
tionsmaterialien. Dieses bewirkt

die Absorption organischer und
anorganischer Schadstoffe, die
aus den elektronischen Kompo-
nenten ausgasen oder von aufen
in die Verpackungen diffundieren.

* Der dritte Faktor ist ein spezieller
konservierender Gascocktail, wel-
cher die zu lagernden Komponen-
ten umspiilt und Korrosionspro-
zessen entgegenwirkt.

Zudem werden Feuchtigkeit,
Sauerstoff und Gaszusammenset-
zung kontrolliert und auf das Produkt
angepasst eingestellt, so dass eine
Alterung bestmdglich reduziert ist.

Physikalische Sicherheit

Ein weiteres wesentliches Risiko
bei der Langzeitlagerung ist die
physikalische Sicherheit der Kom-
ponenten. Inshesondere Feuer ist
eine sehr ernstzunehmende Gefahr,
deren Auftrittswahrscheinlichkeit bei
Lagerdauern von mehreren Jahr-
zehnten nicht unerheblich ist. Dem-
entsprechend ist bei TAB die Lage-
rung in Hochsicherheitsgebduden
ein wesentlicher Bestandteil und
stellt neben optimierten Lagerungs-

bedingungen auch den Schutz vor
Brand, Diebstahl und Naturkata-
strophen sicher.

Fazit

Mithilfe von TAB kdnnen die
Risiken bei der Einlagerung elek-
tronischer Komponenten beherrscht
werden, indem, im Gegensatz zur
herkémmlichen Lagerung in Stick-
stoff Dry-Packs oder Korrosions-
schutz-Folien, alle relevanten Alte-
rungsprozesse elektronischer Kom-
ponenten stark reduziert oder sogar
verhindert werden.

Elektronische Komponenten wie
z. B. Bauteile, Baugruppen, Dis-
plays oder ganze Gerate kdnnen
so bei vollem Erhalt der Verarbeit-
barkeit und Funktionalitat fir bis
zu 50 Jahre eingelagert werden.

Im Vorfeld kénnen professio-
nelle Stiicklistenanalysen weitere
Obsoleszenzkandidaten ermitteln!
Abkiindigungen von Komponen-
ten verlieren damit ihre Brisanz;
Produktlebenszyklen kdnnen verlan-
gert und das After-Sales-Business
abgesichert werden. <«

We bring technologies together.

HUND-Mikroskope fiir Praxis und Labor
Fur den Routinebetrieb in Praxis und klinischem Labor zeichnen sich HUND-Mikroskope durch Robustheit, Langlebigkeit und
attraktiven Preis aus. Je nach Anwendung bietet HUND Wetzlar zwei Modelle an:

WETZLAR

Med-Prax 3:
Das robuste Hellfeld-Mikroskop

medicus plus PH: Hellfeld und
Phasenkontrast in einer Ausriistung

Fir die Untersuchung von gefarbten Praparaten, z. B. * Fiir die Untersuchung von gefarbten Prdparaten,
z. B. fiir hamatologische und zytologische
Untersuchungen

Phasenkontrast fiir die Untersuchung

fiir hamatologische und zytologische Untersuchungen

Langlebige LED-Beleuchtung

Vollstandig geebnetes Bild durch planachromatische .
Objektive 4x, 10x, 40x, 100x Ol

Ermidungsfreies
Arbeiten

durch einstellbare

von ungefirbten/kontrastschwachen

Praparaten, z. B. Abstrichen

Vollstandig geebnetes Bild durch

. medicus plus

planachromatische Objektive 0x,
Ph 40x, 100x Ol

* Verminderte Verletzungsgefahr durch
Tischtrieb ohne Zahnstangen

* Ermiidungsfreies Arbeiten durch

Gingigkeit der
Fokussierung

einstellbaren Siedentopf-Tubus
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